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TCL科技携手协鑫集团共投120亿元建设光伏级和电子级硅料项目

 TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）聚焦于半导体显示、半导体光伏及半导体材料的核
心科技产业发展，因应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，进一步推动企业绿色高质量发展，实现公司半导体光伏及
半导体材料业务领先的战略目标，公司及公司控股子公司天津中环半导体股份有限公司于近日与协鑫集团有限公司及
协鑫科技控股有限公司签署了《合作框架协议书》。

 主要内容

 协议签署各方：

 甲方：TCL科技集团股份有限公司

 乙方：天津中环半导体股份有限公司

 丙方：协鑫科技控股有限公司

 丁方：协鑫集团有限公司

 1、合作目的

 2022年4月7日甲方、乙方分别与内蒙古自治区人民政府和呼和浩特市人民政府签署了内蒙古中环产业城项目群有关
合作协议，拟在公司原有产业基地的基础上进一步打造形成内蒙古中环产业城，建成具备国际竞争力、国内最重要的
单晶硅材料制造产业基地。

 各方本着平等互利、资源共享、优势互补、合作共赢的原则，经友好协商，就关于在内蒙古呼和浩特市合作投资新
建光伏级和电子级硅料项目，达成本合作框架协议书，并为今后进一步深入合作建立坚实基础达成共识。合作期间各
方将充分发挥各自的优势和资源，坚持互惠共赢、同等优先的原则，不断拓展合作领域，提高合作水平，构筑良性互
动、共同发展的新格局。

 2、项目主要合作内容及原则

 （1）各方拟就约10万吨颗粒硅、硅基材料综合利用的生产及下游应用领域研发项目（下称“光伏多晶硅项目”）
、约1万吨电子级多晶硅项目（下称“电子级多晶硅项目”，与光伏多晶硅项目合称“合作项目”）进行战略合作。

 （2）光伏多晶硅项目：由甲方、丙方或其各自控股子公司在内蒙古呼和浩特投资设立一家合资公司实施，总投资
预计为90亿元，甲方、丙方或其各自控股子公司在合资公司中的股权比例拟定为40%、60%。

 （3）电子级多晶硅项目：由甲方、丙方关联方在内蒙古呼和浩特投资设立一家合资公司实施，总投资预计为30亿
元，甲方、丙方关联方在合资公司中的股权比例拟定为40%、60%。

 （4）乙方承担日常联络工作，协调上述合作项目落户中环产业城，并依照与当地政府有关合作协议约定享受项目
优惠政策。

 3、其他事项

 本框架协议合作内容不对任何一方构成具有法律约束力的义务，且相关协议内容的实施以各方分别取得各自适当机
构之批准为前提。
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